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BOITIER SEMI-CONDUCTEUR OPTIQUE ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN TEL BOITIER. 

^ Procede de fabrication d'un boitier semi-conducteur 
optique et boitier semi-conducteur optique, dans lesqueis ia 
face avant d'un premier composant semi-conducteur (4) tel 
qu'un microprocesseur est fixee sur une face arriere d'une 
plaque support de connexion electrique (30), des premiers 
moyens de connexion electrique (7) relie ledit premier com- 
posant a ladite plaque support, la face arriere cTun second 
composant semi-conducteur (19) est portee par ladite pla- 
que support, sa face avant comprenant un capteur optique 
(21), des seconds moyens de connexion electrique (22) re- 
lient ledit composant optique a ladite plaque support, ledit 
premier composant (4) est encapsuler dans un bloc d'enro- 
bage (15), une paroi decapsulation en saillie (17) sur la 
face avant de ladite plaque support determine une cavite 

(18) au fond de laquelle est dispose ledit composant optique 

(19) , un couvercle est fixe sur Textremite avant de ladite pa- 
roi en saillie et au moins en partie transparent, et des 
moyens de connexion exterieure (28) disposes sur une par- 
tie decouverte de ladite plaque support. 
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Boitier semi-conducteur optique 
et proced6 de fabrication d'un te l boTtier 

La pr6sente invention concerne un procede de fabrication 
d'un tel boitier et un boitier semi-conducteur optique. 

Le but de la presente invention est de proposer une structure 
de boitier semi-conducteur optique comprenant plusieurs composants 
semi-conducteurs et un proced6 de fabrication d'un tel boitier de telle 
sorte que ce boitier presente un encombrement reduit et soit 
susceptible d'etre utilise immcSdiatement pour de pr£f6rence delivrer 
des donn£es d'images a partir des donndes d'un composant semi- 
conducteur a capteur optique. 

Selon un objet de 1'invention, le procede de fabrication d'un 
boitier semi-conducteur optique consiste, successivement : a fixer sur 
une face arrifere d'une plaque support de connexion electrique un 
premier composant semi-conducteur tel qu'un microprocesseur et a 
relier 61ectriquement ce premier composant a ladite plaque support, a 
mouler sur la face arriere de ladite plaque support un bloc 
d'encapsulation dudit premier composant, a fixer par la face avant de 
ladite plaque un second composant semi-conducteur (19) dont une face 
avant comprend un capteur optique et a relier electriquement ce second 
composant h ladite plaque support, et a encapsuler ledit second 
composant sur la face avant de ladite plaque support. 

Selon une variante l'inveniion, le procede peut consister : a 
mouler sur la face arriere de ladite plaque support un bloc 
d'encapsulation dudit premier composant et sur la face avant de ladite 
plaque support la paroi en saillie d'une cavite, a fixer au fond de ladite 
cavit6 un second composant semi-conducteur dont une face avant 
comprend un capteur optique et a relier electriquement ce second 
composant a ladite plaque support, et & fermer ladite cavite par un 
couvercle au moins en partie transparent. 

Selon une autre variante 1'invention, le procede peut 
consister a encapsuler ledit second composant (19) sur la face avant de 
ladite plaque support (2) grace a un couvercle (54) en forme de 
cuvette. 
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1 Selon une variante d'execution de l'invention, le procede 

consiste a fixer ledit second composant sur la face avant de ladite 
plaque support. 

Selon une autre variante d , ex6cution de l'invention, le 
5 procede consiste k fixer ledit second composant sur la face avant dudit 

premier composant, au travers d r un passage de ladite plaque support. 

Selon l'invention, le procede peut avantageusement consister 
k relier dlectriquement ledit premier composant a ladite plaque support 
par des fils 61ectriques. 
10 Selon l'invention, le procede peut avantageusement consister 

k relier Electriquement ledit second composant a ladite plaque support 
, par cies fils 61ectriques. , 

Selon l'invention, le procede peut avantageusement consister 
k fixer et relier dlectriquement un organe de connexion 61ectrique 
15 exterieure sur une partie decouverte de ladite plaque support. 

Selon Tinvention, le procede peut avantageusement consister 
a fixer et relier 61ectriquement des billes de connexion electrique 
exterieure sur une partie decouverte de ladite plaque support. 

Selon Tinvention, le procede peut avantageusement consister 
20 a fixer et relier electriquement au moins un composant passif sur ladite 
plaque support. 

Selon un autre objet de l'invention, le boitier semi- 
conducteur optique, comprend : une plaque support de connexion 
electrique, un premier composant semi-conducteur tel qu'un 
25 microprocesseur dont une face avant est fixee sur une face arriere de 
ladite plaque support, des premiers moyens de connexion electrique 
dudit premier composant k ladite plaque support, un second composant 
semi-conducteur dont une face avant comprend un capteur optique et 
dont une face arriere est portee par ladite plaque support, des seconds 
30 moyens de connexion electrique dudit second composant a ladite 
plaque support, un bloc d'encapsulage dudit premier composant sur la 
face arriere de ladite plaque support, une cavite d'encapsulage au fond 
de laquelle est dispose ledit second composant et dont la paroi est au 
moins en partie transparente, et des moyens de connexion exterieure 

35 



BNSDOCID: <FR 280091 1A1_I_> 



3 



2800911 



disposes sur une partie decouverte de ladite plaque support. 

Selon T invention, la paroi de ladite cavite peut 
avantageusement comprendre une paroi ^'encapsulation en saillie sur la 
face avant de ladite plaque support et un couvercle fixe sur Textr6mite 
avant de ladit paroi en saillie et au moins en partie transparent. 

Selon une variante, la paroi de ladite cavite peut 
avantageusement comprendre un couvercle en forme de cuvette. 

Selon Tinvention, lesdits composants sont de pr6ference 
fixes par une colle. 

Selon Tinvention, le boitier peut comprendre au moins un 
composant passif dispose sur ladite plaque support. 

Selon Tinvention, lesdits premiers moyens de connexion 
electrique peuvent comprendre des fils electriques. 

Selon Tinvention, lesdits premiers moyens de connexion 
electrique peuvent comprendre des billes metalliques. 

Selon Tinvention, lesdits seconds moyens de connexion 
electrique peuvent comprendre des fils electriques. 

Selon Tinvention, ladite plaque support peut comprendre une 
partie evidee au fond de laquelle est fixe ledit premier composant. 

Selon Tinvention, ladite plaque support peut comprendre une 
partie evidee au fond de laquelle est fixe ledit second composant. 

Selon Tinvention, la face arriere dudit second element peut 
avantageusement Stre fixee soit directement sur la face avant de ladite 
plaque support soit sur la face avant dudit premier element au travers 
d'un passage traversant de ladite plaque support. 

La presente invention sera mieux comprise a Tetude de 
boitiers semi-conducteurs optiques et de leurs procedes de fabrication, 
decrits a titre d'exemples non limitatifs et illustres par le dessin sur 
lequel : 

- la figure 1 represente une premiere etape de fabrication 
d'un premier boitier selon la presente invention, en vue de cot6 ; 

- la figure 2 represente une seconde etape de fabrication 
dudit boitier ; 

- la figure 3 represente une troisieme etape de fabrication 
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dudit premier boitier selon une premiere variante dex6cution de ce 
dernier ; 

- la figure 4 represente une quatrieme etape de fabrication 

dudit premier boitier ; 

- la figure 5 represente une quatri&rne et derniere etape de 
fabrication dudit premier boitier ; 

- la figure 6 represente une vue de dessus dudit premier 
boitier selon la figure 5 ; 

- la figure 7 represente une premiere etape de fabrication 
d'un second boitier selon la pr^sente invention, en vue de cote ; 

- la figure 8 represente une seconde 6tape de fabrication 
dudit second boitier ; 

- la figure 9 represente une troisieme 6tape de fabrication 
dudit second boitier selon une premiere variante d'execution de ce 
dernier ; 

- la figure 10 repr6sente une quatrieme etape de fabrication 
dudit second boitier ; 

- la figure 11 represente une quatrieme et derniere etape de 
fabrication dudit second boitier ; 

- la figure 12 reprdsente une vue de dessus dudit second 
boitier selon la figure 11 ; 

- et la figure 13 repre"sente une variante d'execution de 

boitiers pr6cit6s. 

En se reportant aux figures 1 a 6, on va tout d'abord decrire 
les differentes etapes de fabrication d'un boitier semi-conducteur 
optique reper6 d'une maniere generate par la r6f6rence 1 et represent^ 
termini sur les figures 5 et 6. 

En se reportant a la figure 1, on voit qu'on dispose, de fagon 
prefabriqu6e, d'un substrat 2 constitue par une plaque support qui 
presente des lignes internes et/ou externes constituant un reseau 3 de 
connexions 61ectriques et d'un premier composant semi-conducteur 4 
tel qu'un microprocesseur ou coprocesseur. 

Dans une premiere 6tape de fabrication, on fixe une face 
avant 5 du premier composant 4 sur une face arriere 6 de la plaque 
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support 1, a plat sur cette derniere et par l'intermediaire d'une couche 
de colle ou tout autre moyen. Puis, on fixe Tune des extremites des fils 
electriques 7 sur des plots metalliques 8 formes en surface sur la face 
arriere 9 du composant 4 et on fixe l'autre extrernite des fils de 
connexion electrique 7 a des plots metalliques 10 du reseau 3, formes 
en surface sur la face arriere 6 de la plaque support 2 et a distance de 
la peripheric du composant 4. 

Dans une seconde 6tape de fabrication repr6sent6e sur la 
figure 2, on installe la plaque support 2 et le composant 4 de la figure 
1 tels que montes dans un moule 11 qui pr€sente du c6t6 de la face 
arriere 5 de la plaque 2, une cavite 12 dans laquelle s'eStend le 
composant 4 et les fils de connexion 61ectrique 7 et, du c6t6 de la face 
avant 13 de la plaque support 2, une cavite annulaire 14. 

Ensuite, on injecte une matifcre d'enrobage dans les cavites 
12 et 14 du moule 11 de mani&re d'une part h encapsuler le composant 
4 et les fils de connexion 61ectrique 7 dans un bloc 15 et d'autre part a 
creer une paroi annulaire 17 determinant une cavite 18 du c6te de la 
face avant 13 de la plaque support 2. Puis, on procede au demoulage. 

Dans une troisifcme etape de fabrication representee sur la 
figure 3, on fixe par Tinterrnddiaire d'une couche de colle ou tout autre 
moyen, la face arriere d'un second composant semi-conducteur 19 sur 
la face avant 13 de la plaque support 2 et au centre du fond de la cavite 
18, la face avant 20 du composant 19 presentant dans sa partie centrale 
un capteur optique 21. 

Ensuite, on relie electriquement le composant optique 19 au 
reseau de connexion electrique 3 de la plaque support 2 en fixant Tune 
des extremites des fils de connexion electrique 22 k des plots 
metalliques 23 formes en surface sur la face avant 20 du composant 
optique 19 autour du capteur optique 21 et en fixant Tautre extr6mit6 
des fils de connexion electrique 22 a des plots metalliques 24 du 
reseau 3, formes en surface sur la face avant 13 de la plaque support 1 
et entre la peripheric du composant optique 19 et la paroi en saillie 17. 

Dans une quatrieme etape de fabrication representee sur la 
figure 4, on ferme la cavite 18 grace a un couvercle transparent 25 
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1 dont on fixe la peripheric sur l'extremite 26 de la paroi moulee en 

saillie 17, le composant optique 19 et les fils de connexion 61ectrique 
22 se trouvant ainsi encapsules dans la cavite 18 en avant de la face 
avant 13 de la plaque support 2. 

5 Dans une cinquieme etape de fabrication representee sur la 

figure 5, on fixe des composants electroniques passifs 27 tels que des 
resistances et/ou des condensateurs, sur la partie decouverte 5a de la 
face arriere 5 de la plaque support 2, situee latdralement au bloc 
d'enrobage 15, ces composants electroniques 27 etant en meme temps 

10 connects electriquement au reseau de connexion 61ectrique 3 de la 
plaque support 2. 

De plus, on fixe et on relie Electriquement au bord de la 
partie decouverte 5a de la plaque support 2 un organe de connexion 
dlectrique ext6rieure 28, Cet organe 28 pourrait etre remplace par un 

15 depot sur la plaque support 2 d'une multiplicite de billes metalliques 

espac6es. 

On obtient ainsi, comme le montrent les figures 5 et 6, un 
boitier semi-conducteur optique 1 complet, equipe d'un composant 
semi-conducteur optique 19 et de differents composants electroniques 

20 de traitement 4 et 27, relies Electriquement de fagon adaptee par 

rinterm6diaire du reseau de connexion electrique 3 de la plaque 
support 1 et susceptibles d'etre connectes a un circuit exterieur grace 
au connecteur 61ectrique 28 ou a des billes metalliques ou des zones 
mdtalliques en surface equivalentes. 

25 En r6f6rence aux figures 7 a 12, on va maintenant d6crire les 

differentes 6tapes de fabrication d'un autre boitier semi-conducteur 
optique rep6re d'une maniere generate par la r6ference 29 et represente 
termine sur les figures 11 et 12. 

En se reportant a la figure 7, on voit qu'on dispose pour celk, 

30 de fagon prefabriquee, d'un substrat 30 constitue par une plaque 
support qui presente des lignes internes et/ou externes constituant un 
reseau 31 de connexions electriques et d'un premier composant semi- 
conducteur 32 tel qu'un micro-processeur ou coprocesseur, la plaque 
support 30 prdsentant un passage traversant 33 autour duquel la face 

35 
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1 arriere 34 de la plaque support 30 presente un evidement ou lamage 

annulaire 35. 

Dans une premiere etape de fabrication, on fixe et on 
connecte electriquement la face avant 36 du composant 32 au fond de 

5 T^videment annulaire 35 par l'intermediaire d'une multiplicity de billes 

m6talliques 37 rdparties qui sont interpos6es entre des plots 
metalliques de connexion 37a et 37b realises en surface d'une part sur 
la face avant 36 du composant 32 et d'autre part au fond de l'evidement 
35. Dans cette position assemble, le composant 32 penetre legerement 

10 dans l'evidement 35. 

Dans une seconde 6tape de fabrication repr6sent6e sur la 
figure 8, on installe la plaque support 30 et le composant 32 de la 
figure 1 tels que rnontds dans un moule 38 qui presente du cote de la 
face arriere 34 de la plaque support 30, une cavite 39 dans laquelle 

15 s f 6tend le composant 32 et, du cote de la face avant 40 de la plaque 
support 30, une cavite annulaire 41. Le moule 38 presente une partie 
38a qui s'engage dans le passage traversant 33 de la plaque support 30 
et qui vient en contact avec la face avant 36 du composant 32 de fagon 
a obstruer le passage entre la plaque support 30 et le composant 32 

20 dans lequel sont disposees les billes metalliques 37. 

Ensuite, on injecte une matiere d'enrobage dans les cavites 
39 et 41 du moule 38 de maniere d T une part & encapsuler le composant 
32 et les billes de connexion 61ectrique 37 dans un bloc 42 et d'autre 
part a creer une paroi annulaire en saillie 43. Cette paroi en saillie 43 

25 determine une cavite 44 du cote de la face avant 40 de la plaque 
support 30 qui s'6tend en profondeur jusqu'a la face avant 36 du 
composant 32. Puis, on procdde au d6moulage. 

Dans une troisieme 6tape de fabrication representee sur la 
figure 9, on fixe par l'intermediaire d'une couche de colle, ou tout 

30 autre moyen, la face arriere d'un second composant semi-conducteur 19 

sur la face avant 36 du composant 32 et au centre du fond de la cavite 
4, la face avant 46 du composant 19 presentant comme dans Texemple 
precedent un capteur optique 47 dans sa partie centrale. 

35 " " 
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Ensuite, comme dans l'exemple precedent, on relie 
61ectriquement la face avant 46 du composant optique 45 au rdseau de 
connexion electrique 31 de la plaque support 30 par des fils de 
connexion electrique 48. 

Dans une quatrieme etape de fabrication representee sur la 
figure 10, comme dans I'exemple precedent, on ferme la cavit<5 4 grace 
k un couvercle transparent 49 dont on fixe la peripheric sur Textrdmite 
50 de la paroi moul6e en saillie 43 de fagon & encapsuler le composant 
optique 45 et les fils de connexion electrique 48 dans la cavity 44. 

Dans une cinquieme 6tape de fabrication representee sur la 
figure 11, comme dans l'exemple precedent, on fixe , sur la partie 
d€couverte de la plaque support 30 et on connecte au reseau v 31 des 
composants 61ectroniques passifs 51 et un organe de connexion 
electrique ext6rieure 52 ou une multiplicit6 de billes metalliques 
espacees de connexion electrique exterieure. 

En se reportant a la figure 13, on voit qu'on a repr£sente un 
boltier 53 qui se differencie des boitiers 1 d6crits en reference aux 
figures 1 a 6 par le fait qu'on moule uniquement le bloc d'encapsulage 
15 et que la partie en saillie 17 et le couvercle 25 sont remplaces par 
un couvercle 54 en forme de cuvette dont le bord peripherique est colle 
sur la face avant 13 de la plaque support et dont le fond 56 s'etend a 
distance du composant 19, de fagon a delimiter une cavit6 
d'encapsulage 57, ce fond 56 6tant transparent. La meme disposition 
pourrait etre appliqu^e au boitier 29 decrit en reference aux figures 7 
& 12. 

Selon d'autres realisations, les composants electroniques 
passifs auraient pu 6tre intdgres aux blocs moulds precites ou fixes au 
fond desdits cavit^s. 

La presente invention ne se limite pas aux exemples ci- 
dessus decrits. Bien des variantes sont possibles sans sortir du cadre 
defini par les revendications annex6es. 
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1 RKVRWDICA TIONS 

1. Procede de fabrication d'un boitier semi-conducteur 
optique, caract6ris6 par le fait qu'il consiste, successivement : 

- a fixer sur une face arriere d'un plaque support de 
5 connexion electrique (2) un premier composant semi-conducteur (4) tel 

qu ? un microprocesseur et k relier £lectriquement ce premier composant a 
ladite plaque support, 

- k mouler sur la face arriere de ladite plaque support un 
bloc decapsulation (15) dudit premier composant, 

10 - k fixer par la face avant de ladite plaque un second 

composant semi-conducteur (19) dont une face avant comprend un 
capteur optique (21) et a relier €lectriquement ce second composant k 

ladite plaque support, 

- et a encapsuler ledit second composant (19) sur la face 

15 avant de ladite plaque support (2). 

2. Proced6 selon la revendication 1, caracterise par le fait 

qu ! il consiste : 

- a mouler sur la face arriere de ladite plaque support un 
bloc ^encapsulation (15) dudit premier composant et sur la face avant 

20 de ladite plaque support la paroi en saillie (17) d'une cavite (18), 

- a fixer au fond de ladite cavite un second composant semi- 
conducteur (19) dont une face avant comprend un capteur optique (21) 
et a relier electriquement ce second composant k ladite plaque support, 

- et k fermer ladite cavite par un couvercle (25) au moins en 

25 partie transparent. 

3. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait 
qu'il consiste k encapsuler ledit second composant (19) sur la face avant 
de ladite plaque support (2) grace a un couvercle (54) en forme de 
cuvette. 

30 4. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait 

qu'il consiste a fixer ledit second composant (19) sur la face avant (13) 
de ladite plaque support. 

5. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait 
qu'il consiste a fixer ledit second composant (45) sur la face avant dudit 
' 35 " " " " ' " 
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1 premier composant (32), au travers d'un passage (33) de ladite plaque 

support (30). 

6. Procedd selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caract6rise par le fait qu'il consiste h relier electriquement 

5 ledit premier composant a ladite plaque support par des fils 

61ectriques (7). 

7. Procede selon Tune quelconque des revendications 
prec6dentes, caract€ris6 par le fait qu'il consiste a relier electriquement 
ledit second composant a ladite plaque support par des fils 61ectriques 

10 (22). 

8. Procede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caract6ris6 par le fait. qu'il consiste k fixer , et relier 
Electriquement ledit premier composant (32) k ladite plaque support 
(30) par des billes de connexion 61ectrique (37) s'interposant entre eux. 

15 9. Proc6de selon Tune quelconque des revendications 

precedentes, caractdrise par le fait qu'il consiste a fixer et relier 
Electriquement un organe de connexion electrique exterieure (28) sur 
une partie decouverte de ladite plaque support. 

10. ProcEde selon Tune quelconque des revendications 
20 precedentes, caractdrise par le fait qu'il consiste a fixer et relier 

electriquement des billes de connexion electrique exterieure sur une 
partie dEcouverte de ladite plaque support. 

11. Procede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracteris6 par le fait qu ! il consiste a fixer et relier 

25 electriquement au moins un composant passif (27) sur ladite plaque 
support. 

12. Boitier semi-conducteur optique, caracterise par le fait 
qu'il comprend : 

- une plaque support de connexion electrique (2), 

30 - un premier composant semi-conducteur (4) tel qu'un 

microprocesseur dont une face avant est fixee sur une face arriere de 
ladite plaque support, 

- des premiers moyens de connexion electrique (7) dudit 
premier composant a ladite plaque support, 

35 . . . 
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1 . un second composant semi-conducteur (19) dont une face 

avant comprend un capteur optique (21) et dont une face arriere est 
port6e par ladite plaque support, 

- des seconds moyens de connexion 61ectrique dudit second 
5 composant a ladite plaque support, 

- un bloc d'encapsulage (15) dudit premier composant sur la 
face arriere de ladite plaque support, 

- une cavit6 d'encapsulage (18, 57) au fond de laquelle est 
dispose ledit second composant et dont la paroi est au moins en partie 

10 transparente, 

- et des moyens de connexion ext6rieure (28) disposes sur 
une partie ddcouverte de ladite plaque support. 

13. Boitier selon la revendication 12, caracterise par le fait 
que la paroi de ladite cavit6 (18) comprend une paroi ^encapsulation 

15 (17) en saillie sur la face avant de ladite plaque support et un couvercle 
(25) fixe sur l'extremite avant de ladit paroi en saillie et au moins en 
partie transparent. 

14. Boitier selon la revendication 12, caracterise par le fait 
que la paroi de ladite cavite (18) comprend un couvercle en forme 

20 cuvette fix6 sur la face avant de ladite plaque support. 

15. Boitier selon Tune quelconque des revendications 12 k 
14, caracterise par le fait qu'il comprend au moins un composant passif 
(27) dispose sur ladite plaque support (2). 

16. Boitier selon Tune quelconque des revendications 12 & 
25 15, caracteris6 par le fait que lesdits premiers moyens de connexion 

electrique comprennent des fils electriques (7). 

17. Boitier selon Tune quelconque des revendications 12 a 

16, caracteris6 par le fait que lesdits premiers moyens de connexion 
61ectrique comprennent des billes metalliques (37). 

30 18. Boitier selon Tune quelconque des revendications 12 a 

17, caracterise par le fait que lesdits seconds moyens de connexion 
61ectrique comprennent des fils electriques (22). 

19. Boitier selon Tune quelconque des revendications 12 a 

18, caracterise par le fait que ladite plaque support comprend une partie 

35 
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evictee (35) au fond de laquelle est fixe ledit premier composant (32). 

20, Boitier selon Tune quelconque des revendications 12 & 

19, caracteris£ par le fait que ladite plaque support comprend une partie 
evidee (33) au fond de laquelle est fixe ledit second composant. 

21. Boitier selon Tune quelconque des revendications 12 a 

20, caracterisf par le fait que la face arrifcre dudit second composant 
(19, 45) est fix6e soit directement sur la face avant (13) de ladite plaque 
support (2) soit sur la face avant (36) dudit premier 61ement au travers 
d'un passage traversant (33) de ladite plaque support (30). 
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